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摘 要

增量式平面規劃(incremental floorplanning)被提出改善平面規劃中只有某些模組位置以及功能需要修改的時候，不論其修改

的範圍大小，都需要反覆執行平面規劃的缺點。本論文針對大型3D超大型積體電路，採用數學規劃法策略，執行增量式平

面規劃，嘗試達到佈局最佳化以及縮點平面規劃佈局時間。 以往利用整數線性規劃法在針對解小型VLSI電路增量式平面

規劃有不錯的成果，但隨著現代晶片功能的加強，晶片面積也隨之增大，若直接使用整數線性規劃法解大型VLSI電路增量

式平面規劃，會有限制式及變數過多，以致造成時間上的增加。因此本文利用分割克服法將大型VLSI電路分割成較小的子

電路，配合整數線性規劃法對子電路進行增量及佈局的動作，在將子電路整合成原電路，以解決問題。
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